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  	                                  解决方案                                

	产业解决方案
		汽车工业
	电子产业
	消费性产品产业
	医疗器材产业
	光学产业
	塑料材料产业
	机械设备
	航太工业
	芯片封装产业
	热浇道



	制程解决方案
		射出成型
	粉末注射成型
	压缩成型
	射出压缩成型
	气体辅助射出成型
	水辅射出成型
	共射射出成型
	双料共射成型
	发泡射出成型
	树脂转注成型
	芯片封装
	多材质射出成型
	异型水路设计
	金属脱蜡精密铸造
	反应射出成型分析
	化学发泡模块
	快速模具温度加热冷却成型技术







	                                  产品与服务                                

	Moldex3D
		制程模拟
			What’s New in Moldex3D 2024
	塑料成型
	复合材料成型
	IC封装
	电子灌胶封装
	进阶分析模块



	数据管理
			iSLM






	Moldiverse
		University
	材料云
	iMolding Hub



	技术服务
		材料中心
	机台特性分析
	技术顾问



	其他仿真软件
		制程模拟
			B-SIM
	T-SIM
	VEL



	几何及前处理
			Rhino










	                                  支援与学习                                

	支援
		在线展示服务
	Moldex3D Language Pack
	Viewer
			Moldex3D Viewer



	Moldex3D Help
	Moldex3D 型錄
	产品文件
	问答集



	教育训练
		在线研讨会
	技术论文
	综合精品培训课程
	Moldex3D系列丛书
	Moldex3D认证







	                                  部落格                                

	主题专栏
		客户成功故事
	精选文章
	产品技巧



	产业文章分类
		汽车产业相关
	电子产业相关
	IC产业相关
	医疗产业相关







	                                  活动专区                                

	                                  关于我们                                

	公司资讯
		关于Moldex3D
	品牌愿景
	品牌故事
	创新成果
	全球办事处
	人才招募



	资讯中心
		新闻专区
	订阅电子报
	电子月刊



	联络方式
		全球办事处
	寻找经销商
	咨询表单



	社交媒体
		微信
	微博
	优酷
	Facebook
	YouTube



	解决方案合作伙伴
		软件合作伙伴
	HPC 合作伙伴
	解决方案合作伙伴
	技术合作伙伴
	材料量测合作伙伴
	顾问合作伙伴



	经销商专区
		经销商登入
	成为Moldex3D经销商
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            深入了解Moldex3D          

          
            与专家讨论您的模具问题与模流分析需求          
          
            
              与我联络            
          
        

      

      
        
          
            线上展示服务          

          
            提供线上技术支援与产品展示服务          
          
          
            立即安排          
          
        

      

    

  




  
    
      
    

  


  
    
      
        	   解决方案                          

	产业解决方案
	制程解决方案




	   产品与服务                          

	模流分析软件
		Moldex3D
	Moldex3D IC Packaging
	Moldex3D Viewer
	iSLM 数据管理平台
	复合材料产品模流分析
	SYNC



	服务
		Material Hub Cloud 材料云
	机台特性分析服务
	MPE 数字学习系统
	材料量测服务
	技术顾问服务
	Moldex3D型錄
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	在线展示服务
	在线研讨会
	技术论文
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